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(54)发明名称

一种小微型有机发光显示器件的封装工艺

(57)摘要

本发明属于有机发光显示器领域，具体涉及

一种小微型有机发光显示器件的封装工艺。所述

工艺使得器件具有良好的抗冲击振动性能；粘贴

临时保护片，在工艺过程中保护显示区域不受到

污染，并消除了紫外固化损伤；对显示面板进行

减薄，提高了器件的散热性能，提升了封装的集

成度；使用硅胶进行空隙填充，可对焊线进行软

性包复保护，减少了应力变化对电路连接的影

响；显示面板与基座互联的组合方式，提高了器

件的集成度，及器件的整体散热性能；可以采取

灵活多样的基座形式，更方便于系统应用。
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1.一种小微型有机发光显示器件的封装工艺，其特征在于，所述工艺包括如下步骤：

对微型有机发光显示器件的临时保护片对准每个显示单元进行粘贴；然后将粘贴有临

时保护片的整体显示面板底层置于机械磨抛设备上进行磨抛减薄；接着将临时保护片切片

分离成单个显示面板；再在所述微型有机发光显示器件基座中部设计有粘贴显示面板的下

层槽区域，并用点胶机在所述下层槽区域内涂覆紫外固化粘接剂树脂；最后注胶保护；所述

临时保护片为掺抗紫外涂层聚对苯二甲酸乙二醇酯膜；所述临时保护片下具有一层固态热

回复胶层。

2.如权利要求1所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其特征在于，所述磨抛减

薄到距离基底电路0.35mm处停止。

3.如权利要求2所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其特征在于，所述所述磨

抛减薄次数为两次，减薄第一次，采用直径10微米氧化镁颗粒磨料进行粗抛；第二次，采用

直径3微米氧化颗粒进行精抛。

4.如权利要求3所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其特征在于，所述基座上

涂有紫外固化导热粘接剂树脂。

5.如权利要求4所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其特征在于，所述涂覆紫

外固化粘接剂树脂后，用所述临时贴片机将单个显示面板放入涂胶区域，紫外线照射固化

时间为15秒。

6.如权利要求5所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其特征在于，所述切片

前，还需在临时保护片上粘贴切片所需的蓝膜。

7.如权利要求6所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其特征在于，切割速度每

秒10到15mm，切割道宽度0.15mm；切割后进行去离子水扇形喷射冲洗清洗，并进行高速甩

干，清洗时间5min，甩干转速1100转/分钟。

8.如权利要求7所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其特征在于，所述注胶保

护的位置为在单个显示面板与基座的空隙区域进行注入硅胶，并进行固化。
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一种小微型有机发光显示器件的封装工艺

技术领域

[0001] 本发明属于有机发光显示器领域，具体涉及一种小微型有机发光显示器件的封装

工艺。

背景技术

[0002] 有机发光显示器，具有自发光、视角广、反应时间短，发光效率高、色域大、面板轻

薄等特点，是取代LCD的第三代显示技术。小微型显示器一般尺寸小于2.5英寸，集成性高，

是移动便携型设备的显示终端。目前小微型有机发光显示器基本采用显示面板与驱动电路

背板直粘接接，并通过焊线将显示面板PAD与驱动电路板PAD进行电路互联，再进行焊线填

充保护的封装形式。此过程容易造成显示面板移位和焊线短路，且填充胶固化过程中的应

力变化容易造成有机发光层和阻隔层的潜在损坏。

发明内容

[0003] 为此，本发明所要解决的技术问题在于克服传统技术中显示面板容易移位和焊线

容易短路的现象，且填充胶固化过程中的应力变化容易造成有机发光层和阻隔层的潜在损

坏的技术瓶颈，从而提出一种制备高可靠性，易于集成和维护，抗振动和冲击，明显增强在

移动便携式设备上使用的可靠性；实现封装形式的工艺过程低成本、效率高、可进行批量生

产的小微型有机发光显示器件的工艺。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明的本发明公开了一种小微型有机发光显示器件的封

装工艺，其中，所述工艺包括如下步骤：

[0005] 对微型有机发光显示器件的临时保护片对准每个显示单元进行粘贴；然后将粘贴

有临时保护片的整体显示面板底层置于机械磨抛设备上进行磨抛减薄；接着将临时保护片

切片分离成单个显示面板；再在所述微型有机发光显示器件基座中部设计有粘贴显示面板

的下层槽区域，并用点胶机在所述下层槽区域内涂覆紫外固化粘接剂树脂；最后注胶保护。

[0006] 优选的，所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其中，所述临时保护片为掺

抗紫外涂层聚对苯二甲酸乙二醇酯膜。

[0007] 优选的，所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其中，所述临时保护片下具

有一层固态热回复胶层。

[0008] 更为优选的，所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其中，所述磨抛减薄到

距离基底电路0.35mm处停止。

[0009] 优选的，所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其中，所述所述磨抛减薄次

数为两次，减薄第一次，采用直径10微米氧化镁颗粒磨料进行粗抛；第二次，采用直径3微米

氧化颗粒进行精抛。

[0010] 优选的，所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其中，所述基座上涂有紫外

固化导热粘接剂树脂。

[0011] 进一步的，所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其中，所述涂覆紫外固化
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粘接剂树脂后，用所述临时贴片机将单个显示面板放入涂胶区域，紫外线照射固化时间为

15秒。

[0012] 更为进一步的，所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其中，所述切片前，

还需在临时保护片上粘贴切片所需的蓝膜。

[0013] 优选的，所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其中，切割速度每秒10到

15mm，切割道宽度0.15mm；切割后进行去离子水扇形喷射冲洗清洗，并进行高速甩干，清洗

时间5min，甩干转速1100转/分钟。

[0014] 更为优选的，所述的小微型有机发光显示器件的封装工艺，其中，所述注胶保护的

位置为在单个显示面板与基座的空隙区域进行注入硅胶，并进行固化。

[0015] 本发明的上述技术方案相比现有技术具有以下优点，封装材料的优选搭配并结合

适合的工艺过程，使得器件具有良好的抗冲击振动能耐；粘贴临时保护片，在工艺过程中保

护显示区域不受到污染；对显示面板进行减薄，提高了器件的散热性能，提升了封装的集成

度；使用硅胶进行空隙填充，可对焊线进行软性包复保护，减少了应力变化对电路连接的影

响；显示面板与基座互联的组合方式，提高了器件的集成度，及器件的整体散热性能；可以

采取灵活多样的基座形式，更方便于系统应用。

附图说明

[0016] 为了使本发明的内容更容易被清楚的理解，下面根据本发明的具体实施例并结合

附图，对本发明作进一步详细的说明，其中

[0017] 图1是本发明实施例1中的工艺流程图；

[0018] 图2是单个显示面板上粘贴有保护片的示意图；

[0019] 图3是单个显示面板与基座互连示意图；

[0020] 附图标记表示为：1-单个显示面板；2-临时保护片；3-显示单元上的焊口PAD；4-是

基座；5-显示单元与基座电路互连的焊线。

具体实施方式

[0021] 实施例

[0022] 如图1所示，本实施例公开了一种小微型有机发光显示器件的封装工艺，步骤如

下：

[0023] (1)将临时保护片2对准每个显示单元1进行粘贴，粘贴精度X/Y方向±0.05mm，粘

贴后置于热板上60℃烘烤30秒后，显示面板与保护片形成临时粘接；

[0024] (2)将粘贴有临时保护片2的整体显示面板底层置于机械磨抛设备上进行磨抛减

薄，磨抛减薄过程分两次：第一次，采用直径10微米氧化镁颗粒磨料进行粗抛，第二次，采用

直径3微米氧化颗粒进行精抛，通过台阶仪测试，最终减薄到距离基底电路0.35±0.02mm处

停止，浸泡在去离子水中超声清洗处理60秒，以去除磨抛杂质颗粒，进行高速甩干，清洗过

程重复两到三次，保证磨出和磨料颗粒无附着；

[0025] (3)在临时保护片2上粘贴切片用蓝膜，蓝膜固定在切片架上，在热板上60℃烘烤

30秒，置于切片机上进行精密切割，切割深度控制在蓝膜粘贴面，切割速度每秒10到15mm，

切割道宽度0.15mm；切割后形成图2所示的显示面板单元，每个单元仍然固定在蓝膜上，进
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行去离子水扇形喷射冲洗清洗，并进行高速甩干，清洗时间5min，甩干转速1100转/分钟，甩

干后用离子风枪进行吹扫1分钟，用真空吸头将将单元显示面板与蓝膜分离；

[0026] (4)基座4中部设计有粘贴显示面板单元的下层槽区域，用点胶机在该区域内涂覆

紫外固化粘接剂树脂，涂胶量控制在35mg/平方英尺，用贴片机将显示面板单元精确放入涂

胶区域，放入压力250g/平方英尺，位置精度0.05mm，立即用紫外光源照射15秒，进行紫外固

化，从粘贴后到紫外照射开始时间间隔控制在5秒以内，放入等离子清洗机进行显示单元上

的焊口PAD3等离子清洗，热板60℃持续烘烤环境下，用真空头取下保护层，将单元显示器件

与基座进行焊线互联，每两个PAD对应显示单元与基座电路互连的焊线5，用离子风枪进行

吹扫1分钟。进行整体的光电检测；

[0027] (5)在空隙区域中注入硅胶，形成注胶保护区域，注胶温度110℃，注胶量不能超过

显示区域边缘，热烘箱70℃，24小时固化。

[0028] 显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对

于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或

变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或

变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
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图2

图3
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